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RoHS 対応品T-WING®

フレキシブル放熱板T-ウイング
効率の良い熱対策！
極薄・超軽量、ワンタッチ実装の簡易ヒートシンク

通常のヒートシンクが使えないような狭いスペースの冷
却用部材として開発された「T- ウイング」は、t0.18mm
の極薄銅板の表面に t0.025mm の黒色絶縁フィルムを
ラミネートした放熱板です。125℃以上の温度条件にも
強力な接着力を保持するシリコン系熱伝導性接着テープ

（サームアタッチ）によりワンタッチで実装でき、プラス
チック、金属、セラミックなど接着面の材質を選びません。
また、柔軟な素材と折り曲げ可能な構造ですから、平坦
でない不規則な接着面にも順応します。ますます小型・
軽量化する CPU パッケージ等への装着に最適な熱対策用
の新製品です。

構 造
0.025mm

黒色絶縁フィルム
0.18mm銅板
0.025mm

黒色絶縁フィルム
0.05mmサームアタッチ 剥離紙

厚さ（含む PSA） 0.33mm
重量 0.17g ／ cm2

PSA タイプ／厚さ シリコン系／ 0.05mm
銅板と絶縁体の接着剤／厚さ アクリル系／ 0.013mm
絶縁体／厚さ 黒色ポリエステル／ 0.025mm
導熱体／厚さ 銅／ 0.18mm
熱伝導率（銅） 391 W/m-k （20℃）
絶縁強度 5000V ／ mil 1)
難燃性 UL-V0

1) テスト方法＝ ASTMD 149

主 な 仕 様 〈 表 1 〉

用意する物：綿布または厚手の布／工業用溶剤／ゴム手袋
1. 糸くずのでない綿布で部材の表面をきれいにする。
2. 接着表面を MEK、アセトン、IPA 等の工業用剤で拭く。プラスチッ

ク・パッケージの場合、素材を侵さないクリーナーを選ぶこと。
3. T- ウイングから透明な剥離紙をはがす。PSA 面を指で触らないよ

うに注意すること。
4. 最大の接着力を引き出すために、PSA 面を部材の中央に置き、T-

ウイングの接着部分を 5 秒間、約 350g ／ cm2 の圧力がかかる
ように指で押して全体を平にする。

実 装 手 順

パ ー ト ナ ン バ ー
ご注文の際は標準サイズをお確かめのうえ、右表のパートナンバー
によってご指定ください。
特注サイズも承りますので、ご相談下さい。

パートナンバー A B C
60-12-20264-TW10 50.8 12.7 12.7
60-12-20265-TW10 76.2 12.7 12.7
60-12-20266-TW10 76.2 19.1 19.1
60-12-20267-TW10 76.2 25.4 25.4
60-12-20268-TW10 101.6 25.4 25.4
60-12-20269-TW10 101.6 38.1 38.1

3 ワット PQFP・196 ピンに実装された
T- ウイングの性能

1）測定値はケースやピンの下部を通しての熱損失は考慮していない。
周囲の温度範囲は 21℃〜 24℃。

2）ノートブック・コンピュータの条件を想定して 2.54×12.7×
15.2cm のプレキシガラスのパッケージで実験。

3）T- ウイングの長軸方向は風の流れに垂直に設置。
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エアフローなし 風速30m／分

不使用 1.3×5.1 1.3×7.6 1.9×7.6 2.5×7.6 2.5×10.2 3.8×10.2
T-ウイングの放熱板の大きさ（cm）
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FINE GRID HEAT PIPE

世界最高性能の薄型ベーパーチャンバー

FGHP® 薄型ヒートパイプ

FGHP（Fine Grid Heat Pipe）は熱拡散に特化した高性
能な平板状ヒートパイプです。
小型高出力な FPGA や GPU、および GaN や SiC 等の高
出力化合物半導体の超高密度な発熱を優れた熱拡散能力
により均一に広げ、熱密度を下げて効率よく放熱するこ
とをサポートします。

①冷媒の蒸発……熱源より受熱して冷媒が蒸発
　　　　　　　　受熱部分のディンプル構造により蒸発性はさらに
　　　　　　　　向上
②蒸気の移動……蒸発した蒸気は蒸気路を通って放熱部へ拡散
③蒸気の凝縮……放熱部において蒸気が液体に凝縮
　　　　　　　　放熱部分のディンプル構造により凝縮性はさらに
　　　　　　　　向上
④凝縮水の移動…ウィック内およびディンプル間の溝を通り、
　　　　　　　　凝縮した冷媒が受熱部へ帰還

主 な 特 長

項目 内容 備考

熱伝導率 水平方向 10,000W/m-k
垂直方向 500W/m-k

＊ 400K 時の数値
＊ 40 ～ 60℃が遷移温度

使用時の姿勢制限 なし
ドライアウト限界 800W/c㎡

推奨熱源温度 60℃～ 130℃ ＊環境温度 25℃時
使用環境温度 −20℃～ 60℃ ＊冷却側温度

耐熱温度 220℃ ＊ 245℃鉛フリーハンダ付け可能
耐荷重 100Kg ｆ /c㎡ ＊中央部 10X10 に荷重時の変形

ROHS 指令 適合
＊上記規格は代表値であり、保証値ではありません

主 要 特 性

発熱源に対し、少なくとも 20mm
～ 40mm 大きいサイズの FGHP
を選定する必要がある。

より高出力、より小面積熱源のアプリ
ケーションにおいて、その優位性は大
きくなると考えられる。

FGHP サイズ ( イメージ ) 発熱量 ( イメージ )

ウィック

上板

中板

下板

ウィック

蒸気路

標 準 品 一 覧
型番 厚さ 寸法

FGHP 〇 40 2.2mm φ 40mm
FGHP 〇 80 2.2mm φ 80mm
FGHP 〇 120 2.2mm φ 120mm
FGHP □ 50 2.2mm 50mmX50mm
FGHP □ 80 2.2mm 80mmX80mm
FGHP □ 140 2.2mm 140mmX140mm
FGHP □ 4050 1.8mm 40mmX50mm

★その他のカスタム製作も対応可能です（要相談）

指 定 方 法

FGHP △△△ -AB
A- 材質

0 標準材質（無酸素銅）

B- 表面処理
0 無処理
1 無電解ニッケルメッキ
2 スズメッキ
3 金メッキ

型番




